
AI市場の全体感と展望

AI市場は、GPUサーバや端末に搭載されるエッジAI、さらに

は電力供給や高速通信といった領域から構成されています。

今後はさらに、自動車（自動運転）、スマートファクトリ、医

療など、多様な産業に広がっていく見通しです。デバイス面で

は、AI専用ASICの開発が進み、コスト低減や供給安定化、

競争激化が予測されます。また、Copilotやスマートフォンへの

AI搭載により、エッジAI対応の標準化・高度化が一層進む

と考えられます。これらの動きによりデバイスは用途に応じて最

適化され、AIを活用した新しいアプリケーションとの接続に

よって、新たな市場が形成されると推測されます。

共創の必要性

AI市場の全体感

これまで半導体市場を牽引してきたのは前工程でしたが、

AIの市場の拡大により半導体設計の高度化が進む中で、

後工程の重要性が増し、市場拡大が見込まれています。こ

うした状況から、日本の後工程材料メーカや装置メーカがど

のように研究開発を進めるかが重要となっています。

レゾナック社では“共創”を市場牽引度と定義し、「その会

社の最も高い製品のシェア数」×「社外共創数」に着目しま

した。結果、市場牽引度が高い企業は利益率も高いという

相関関係が見えました。つまり強い製品・技術を持つ企業

が他社と共創していくことで、競争力をさらに強化できると

いうことになります。

JOINT3について
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AIをはじめとするテクノロジが急速に進化する中、特に高度化が目覚ましいのが半導体技術です。新興企

業が台頭する中で、日本は半導体技術を牽引できるのか。半導体後工程の材料に強みを持つレゾナック

社が、“共創”という形で新たな半導体時代を切り拓こうとしています。

そんなレゾナック社に、日々AI半導体を扱うエレクトロニクス商社の菱洋エレクトロとリョーサンが話を深堀り

しました。

日本の半導体技術が世界を牽引する共創戦略に迫る！

ハイライトレポート AI時代を見据えた、日本の半導体共創戦略とは
～強い半導体技術を束ねるJOINT3に迫る～

2025年12月16日

AI半導体を支えるパッケージ技術も大きく変化しています。

たとえば、GPUの増加により大型のインターポーザーパッケー

ジ基板が必要となるなど、構造自体が複雑化・大型化して

います。これに対応する技術の一つとして、丸形のシリコンウ

ェハを角型へ加工する取り組みがあります。しかし、こうした

挑戦は一社単独では難しいのが現実です。レゾナック社はこ

の課題に対し、新たな共創の場「JOINT3」を2025年9

月に立ち上げ、国内外の企業とともに新たな技術創出へ挑

戦しています。
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